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TEKFloor® es el sistema de pisos
técnicos elevados, Industria Argentina.
Compuesto por placas modulares y
soportes metalicos regulables en
altura, permiten definir un espacio
entre la carpeta de cemento y el piso
técnico, facilitando todo tipo de
tendido de cableado eléctrico, telefoni-
co o de redes de computacidn, tuberias
para agua, conductos de aire acondi-
cionado, etc,, por debajo del sistema de
pisos, en oficinas, centros de computos,
laboratorios y remodelaciones de
edificios antiguos.

Se presentan en comodas placas
facilmente removibles, simplificando
el mantenimiento general o cambios
en los tendidos que puedan realizar-
se en cualguier momento y lugar,

a un minimo costo.

Las placas pueden ser de vidrio, o de
madera aglomerada preparadas para
recibir una alfombra modular
InterfaceFLOR®o incorporar una
terminacion superficial de PVC o lindleo
de Armstrong DLW®, en sus diferentes
opciones de color y texturas, incorpo-
rando asi un aspecto estéticoy en
equilibrio con la arquitectura del lugar.

Estos pisos son de montaje rapido,
sin inconvenientes gracias al escaso

peso y sencilla manejabilidad.




Laminado
marmolado

Revestimiento Lindleo
Armstrong DLW

CARACTERISTICAS TECNICAS

Las placas de TEKFloor® estan
formadas por un panel de madera
aglomerada de alta densidad de
600 mm. x 600 mm. x 36 mm. de
espesor, revestido con un foil de
aluminio en la parte inferior y
superior, intimamente adherida al
aglomerado, rodeadas perimetral-
mente por una cinta de PVC,

Estas placas apoyan directamente
sobre los pedestales de acero galva-
nizado, con acabado de superficie
adicional mediante pasivacion
amarilla y protegido contra la corro-
sion. Compuestos por dos partes.
Parte superior con cabezal roscado
internamente, que ajusta perfecta-
mente al vastago, impidiendo
cualquier movimiento que pueda
afectar a la estructura de soporte.

Tapa de PVC con divisores en
cuadrante que contribuyen a la
fijacion lateral de las baldosas. Parte
inferior , con vastago roscado, con
contraseguro, para ajuste fino de
alturas de pavimente (+/- 20 mm.,
con filetes cada 2 mm. y tuerca de
ajuste), para nivelar el piso absor-
biendo los desniveles de la planta.

Se presentan en diferentes alturas
que van desde los 0,60 mm. Hasta
los 1500 mm..

600 x 600 x 36 mm, de espesor

Rodeado por una cinta de PVC encolada
en los cantos.

46 dB

+9/-3dB



Revestimiento Vinilico

Armstrong DLW

FUNCIONALIDAD INIGUALABLE

El sistema de pisos técnicos elevados
TEKFloor® se adapta perfectamente a
las necesidades de redefinicion de
espacios que sufren cambios constan-
tes de mobiliario, sectorizacion e
instalacion de nuevos servicios.

Facilita las tareas de colocacion o
remodelacion gracias a su sistema
de instalacion en seco.

VENTAJAS DEL SISTEMA TEKFloor®
Solucién moderna a la construccion
maoderna.

Especial para Data Centers y Areas de
oficinas.

Excelente resistencia a cargas fijas y
dindmicas.

Completamente No-Combustible,
Acabado por electrodeposicidn catddica
Clase A para propagacion de llama y
desarrollo de humos.

Resistencia a la flexion.

Revestido con foil de alimunio.
Permite variedad de disefos / lindleos,
PVC, laminado plastico, piso flotante,
madera, vinilo, alfombra modular, vidrio.
Variedad de terminaciones.
Aislamiento acustico.

Material liviano.

Facil mantenimiento de placas.
Estructura modular.

Rotacién de modulos, intercambiables.
Acceso inmediato al sustrato ante
trabajos posteriores.







